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DESCRIPCION
Procedimiento para fabricar soportes de datos portatiles

La presente invencion se refiere a un procedimiento para la fabricacion de soportes de datos portatiles,
especialmente en el formato ID-000 o Mini-UICC. En el caso de las tarjetas SIM para teléfonos moviles, los soportes
de datos en el formato ID-000 se denominan también tarjetas SIM plug-in (SIM enchufable).

Para la fabricacion de soportes de datos portatiles en formatos pequefios, como el ID-000 segin ISO 7810 o el Mini-
UICC, habitualmente se producen en primer lugar soportes de datos en un formato mas grande, especialmente en el
formato ID-1 segln ISO 7810. El soporte de datos en el formato ID-1 se dota de una perforacion de manera que sélo
queden unos delgados nervios de union, para poder separar el soporte de datos de formato méas pequefio a lo largo
de esta perforacidon. En la mayoria de los casos, la separaciéon del soporte de datos de formato pequefio es
efectuada directamente por el usuario final, antes por ejemplo de que éste inserte la tarjeta SIM en un teléfono movil.
Este modo de proceder tiene la ventaja de que para fabricar el soporte de datos de formato pequefio pueden
utilizarse las maquinas de produccion usuales ya conocidas para la fabricacion de los soportes de datos de tamafio
grande. Sin embargo, este modo de proceder tiene la desventaja de que el resto del soporte de datos de mayor
tamafio, que queda una vez separado el soporte de datos de formato pequefio, no tiene ninguna otra funcién y se
desecha. Debido al mayor consumo de material en la fabricacién de los soportes de datos portatiles se origina un
coste de material no deseado y se producen residuos que, en vista de la conciencia ecolégica moderna, deberian
mantenerse en el minimo posible.

Se conocen procedimientos para la fabricacién de soportes de datos portatiles en el formato ID-1 en los que distintas
capas del soporte de datos se ponen a disposicion como laminas de substrato, habitualmente laminas de plastico,
en forma de material en rollos. Las distintas |laminas de substrato se desenrollan desde el rollo en cuestion, se
reinen y a continuacion se laminan por ejemplo empleando pegamento y/o calor. Posteriormente se separan del
material compuesto formado los cuerpos de las tarjetas en formato ID-1, que contienen los soportes de datos
separables de formato pequefio. En los cuerpos laminados de las tarjetas se practica una cavidad en la que se
implanta un médulo de chip, para terminar en esencia el soporte de datos de formato pequefio. Para ello, los
moédulos de chip se ponen a disposicién en una banda portadora de modulos mediante un rodillo, se separan de la
banda y se implantan en la cavidad, por ejemplo se troquelan y se insertan mediante maquinas. La realizacién de la
cavidad en el cuerpo de la tarjeta y la implantacién del médulo de chip en la cavidad requieren varias etapas de
trabajo y por lo tanto resultan relativamente costosas.

En el documento DE 19640304 C2, por ejemplo, se describe una banda portadora de modulos con médulos de chip
dispuestos en la misma. En un lado de la banda portadora, que por ejemplo puede estar compuesto de una resina
epoxi eléctricamente aislante, estan dispuestas las areas de contacto de los médulos de chip. En el otro lado de la
banda portadora estan dispuestos los circuitos de semiconductores (chips) conectados eléctricamente con dichas
areas de contacto a través de la banda portadora. Para proteger los chips y las conexiones eléctricas, los chips
estan rodeados individualmente de una masa de relleno.

En el documento DE 102004028218 B4, por ejemplo, se describe un procedimiento para la fabricacion de soportes
de datos portatiles de muy pequefias dimensiones. En éste, sin embargo, los médulos de chip no se separan de una
banda portadora de médulos y se introducen en una cavidad de un cuerpo de tarjeta. En lugar de esto, los soportes
de datos portatiles se producen en un proceso de moldeo por inyeccién, disponiéndose partes del molde de
inyeccion en ambos lados de la banda portadora de médulos e integrandose asi el mddulo de chip directamente en
el soporte de datos durante el moldeo por inyeccion. Sin embargo, este procedimiento es relativamente costoso.

El documento WO 2009/127395 representa el estado actual de la técnica de acuerdo con el art. 54(3) de CPE.

El objetivo de la presente invencién es por lo tanto proponer un procedimiento para la fabricacion de soportes de
datos portétiles, especialmente en formatos pequefios tales como el ID-000 o el Mini-UICC, que permita una
fabricacion sencilla, fluida y por consiguiente econdmica de tales soportes de datos portatiles.

El objetivo se logra mediante un procedimiento con las caracteristicas de la reivindicacion independiente 1. En las
reivindicaciones dependientes de la misma se indican perfeccionamientos y configuraciones ventajosas de la
invencion.

En el procedimiento segln la invencion se ponen a disposicién una banda portadora de moédulos y al menos una
lamina de substrato en forma de material en rollos. Tras el desenrollado y la reunién continua del rollo respectivo, la
banda portadora de mddulos se une de manera permanente a la lamina de substrato, de tal manera que las areas
de contacto de los médulos de chip dispuestos en la banda portadora de médulos miren hacia fuera. De este modo,
la banda portadora de médulos misma se convierte en una parte del material compuesto estratificado, del que
posteriormente se separaran los distintos soportes de datos, habiendo de disponerse con este fin unas en relacion
con otras la banda portadora de médulos y la o las laminas de substrato de tal manera que las areas de contacto de
los médulos de chip no queden cubiertas por la o las laminas de substrato.
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Este procedimiento permite una fabricacion sencilla de soportes de datos portétiles, ya que tanto la lamina de
substrato como la banda portadora de moédulos se ponen a disposicién en forma de materiales en rollo y se unen
entre si de manera permanente. De este modo se suprime la implantacion en el substrato de médulos de chip
previamente separados de la banda portadora de médulos, y queda poca banda portadora de médulos remanente
como desecho. Mediante el procedimiento segun la invencion, la produccion de los soportes de datos portétiles
puede ademas realizarse a una gran velocidad de procesamiento.

Los soportes de datos portatiles se separan del material compuesto preferentemente de tal manera que las areas de
contacto constituyan mas de un tercio de una superficie de respectivamente uno de los soportes de datos portétiles.
En los soportes de datos de formato pequefio, éste es el caso en particular por ejemplo en el formato ID-000 segun
ISO 7810 o Mini-UICC. En tales soportes de datos portatiles de formato pequefio, una gran parte de la superficie
sobre la que estan dispuestas las areas de contacto, esta formada por las areas de contacto mismas, con lo que el
consumo de material y por lo tanto el coste son pequefios. Debido al poco espacio necesario, tales soportes de
datos portatiles de formato pequefio se emplean especialmente para equipos terminales moviles de
telecomunicacion.

Los modulos de chip estan dispuestos ventajosamente en la banda portadora de médulos con separaciones mutuas
gue corresponden a las dimensiones de anchura y/o longitud de los soportes de datos portatiles en formato ID-000 o
Mini-UICC. De este modo, después de unir la banda portadora de médulos a la lamina de substrato, los soportes de
datos portétiles estan dispuestos contiguos unos a otros en el material compuesto resultante. Asi es posible lograr
una fabricacién economica de los soportes de datos de formato pequefio en formato ID-000 o Mini-UICC, ya que
tanto gracias al aprovechamiento de la superficie de la banda portadora de moédulos como gracias al
aprovechamiento de la superficie de la lamina de substrato se produce muy poco material de desecho y en particular
no es necesario el material adicional para producir soportes de datos de mayor tamafio, por ejemplo en el formato
ID-1, de los que habrian de separarse los soportes de datos de formato pequerfio.

En una primera variante del procedimiento, la banda portadora de mdédulos y la o las laminas de substrato se
enrollan en un rollo tras unirlas como material compuesto. A continuacion, en una fase posterior del proceso, pueden
separarse, por ejemplo troquelarse, a partir de este material compuesto soportes de datos portatiles que presentan
respectivamente al menos un mdédulo de chip. Un procedimiento de este tipo se denomina también 'procedimiento
rollo a rollo' y permite una gran velocidad de procesamiento.

En una segunda variante del procedimiento se separan soportes de datos portatiles a partir del material compuesto
gue comprende la banda portadora de médulos y la o las laminas de substrato, de tal manera que cada soporte de
datos portatil presente, al menos, un modulo de chip. Este procedimiento, en el que los soportes de datos portatiles
se separan, por ejemplo se troquelan, a partir del material compuesto después de la union, sin que el material
compuesto se enrolle primero en un rollo, se denomina también 'procedimiento rollo a tarjeta’.

La o las laminas de substrato presentan, al menos, dos laminas que se han de superponer la una a la otra. La
lamina que se une directamente a la banda portadora de médulos puede presentar unas escotaduras, en las que se
disponen las partes de los médulos de chip que sobresalen de la banda portadora de modulos. Las partes salientes
pueden ser por ejemplo los chips de los mddulos de chip, que estan dispuestos en el lado de la banda portadora de
moddulos que se une a la lamina de substrato. Disponiendo las partes que sobresalen de la banda portadora de
madulos en las escotaduras, como por ejemplo los chips, se simplifica aun mas la unién de la banda portadora de
madulos a la o las laminas de substrato.

La union de la banda portadora de mddulos a la o las ldminas de substrato se realiza preferentemente mediante
pegamento. El pegamento puede aplicarse bien sélo en una de las respectivas superficies a unir o bien en las dos
superficies que entran en contacto. Al mismo tiempo, el pegamento puede aplicarse por ejemplo mediante rodillos o
pulverizacion.

La union de la banda portadora de modulos a la o las laminas de substrato se realiza ventajosamente utilizando
rodillos de presion. Después de desenrollar y reunir la banda portadora de médulos y la o las laminas de substrato,
se hacen pasar por ejemplo entre varios rodillos de presién y se unen entre si mediante presion. Al mismo tiempo,
los rodillos de presidon pueden calentarse adicionalmente para favorecer la union. Si se utiliza un sistema de
pegamento activable por calor, éste puede activarse por ejemplo mediante rodillos de presion susceptibles de
calentarse durante la union.

Segun la realizacion del procedimiento, la lamina de substrato tiene mayor espesor que la banda portadora de
moédulos, practicandose un hueco para alojar la banda portadora de médulos, antes de reunir la banda portadora de
moédulos y la lamina de substrato, en una superficie en la que la banda portadora de moédulos se une a la lamina de
substrato. Reduciendo el espesor de la lamina de substrato en esta zona puede evitarse un escalon, que se formaria
si se utilizase una banda portadora de médulos comparativamente delgada y se aplicase ésta sobre la lamina de
substrato sin ningln hueco o escotadura. Gracias a este procedimiento se logra una superficie del soporte de datos
portéatil enrasada. En la zona del hueco se prevén escotaduras para alojar las partes salientes de la banda portadora
de médulos.
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Un ejemplo de configuracion consiste en unir la banda portadora de médulos a la lamina que presenta en esencia el
mismo espesor que la banda portadora de médulos y esta dispuesta en un plano contiguo a la misma haciendo
pasar un rodillo calentado sobre el lugar en el que la banda portadora de mddulos y la lamina se tocan. Este rodillo
calentado, calienta la banda portadora de mddulos y la ldmina y de este modo funde y une entre si la banda
portadora de mddulos y la lamina.

En una configuracion ventajosa del procedimiento, la o las laminas de substrato se configuran épticamente antes de
la reunién, en particular se imprimen. En este proceso se tienen en cuenta las posiciones de los soportes de datos
portatiles que posteriormente habran de separarse. La configuracion éptica puede realizarse aplicando logotipos,
trazos, graficos, colores, etc. Ademas de la impresion, por ejemplo impresién por tampdn, chorro de tinta, también
son concebibles otros métodos de procesamiento, como por ejemplo rotulacién por laser.

Una vez unida la banda portadora de médulos a la o las laminas de substrato se realiza ventajosamente una
personalizacién o6ptica y/o electrénica, especialmente una personalizacion comprobable por medios 6pticos y/o
comprobable por medios electronicos, de los soportes de datos portatiles a separar del material compuesto.
Efectuando la personalizacion antes de separar los soportes de datos portatiles del material compuesto se simplifica
el procedimiento, especialmente para soportes de datos portatiles de formato pequefio, ya que no es necesario
manejar los soportes de datos portatiles individualmente.

El procedimiento segun la invencion para la fabricacién de soportes de datos portatiles de formato pequefio puede
realizarse mediante un dispositivo que comprende un alojamiento para un rollo de banda portadora de médulos y al
menos un alojamiento para, al menos, un rollo de lamina de substrato. El dispositivo presenta ademas un sistema
para desenrollar y reunir de manera continua la banda portadora de médulos y la o las laminas de substrato, asi
como un sistema para unir de manera permanente la banda portadora de médulos a la o las laminas de substrato.
Ademas, el dispositivo presenta un sistema para separar soportes de datos portatiles en el formato ID-000 o Mini-
UICC del material compuesto que comprende la banda portadora de médulos y la lamina de substrato unida a la
misma.

A continuacién se describen ejemplos por medio de los dibujos adjuntos, que muestran:

- Figura 1: Muestra esqueméaticamente un dispositivo para producir soportes de datos portatiles en un procedimiento
rollo a rollo,

- Figura 2: Muestra esquematicamente un dispositivo para producir soportes de datos portatiles en un procedimiento
rollo a tarjeta,

- Figura 3: Muestra una banda portadora de modulos vista desde arriba,
- Figura 4: Muestra una banda portadora de moédulos unida a una lamina de substrato vista desde arriba,
- Figura 5: Muestra un soporte de datos portatil en formato ID-000,

- Figura 6: Muestra una seccion transversal a través de un primer ejemplo de un material compuesto consistente en
una banda portadora de mddulos y una lamina de substrato, y

- Figura 7: Muestra una seccion transversal a través de un segundo ejemplo de un material compuesto consistente
en una banda portadora de médulos y una lamina de substrato.

En la figura 1 esta representado de forma muy esquematica un dispositivo para producir soportes de datos portatiles
a partir de una banda portadora de modulos 20 y una lamina de substrato en un procedimiento rollo a rollo, estando
la lamina de substrato compuesta aqui de dos laminas 31, 32, por ejemplo laminas de plastico. En la fabricacion del
material compuesto 40 en el procedimiento rollo a rollo, las distintas capas 20, 31, 32 del material compuesto 40 se
ponen a disposicion en rollos 50, 51, 52 y el material compuesto 40 se enrolla de nuevo en un rollo 53.

La banda portadora de médulos 20, portante de los médulos de chip 26, se desenrolla desde el rollo 50. De los rollos
51, 52 se desenrollan ademas las laminas continuas de substrato 31, 32. La lamina de plastico 31 presenta un
espesor que corresponde a la altura del chip o de la masa de relleno. Ademas, la lamina de plastico 31 presenta
unas escotaduras 35 en las que se introducen los chips que sobresalen de la banda portadora de modulos 20. En
cambio, la lamina de plastico 32 esta realizada sin interrupciones y no presenta ninguna escotadura. Esta forma el
lado del soporte de datos opuesto a las areas de contacto de los mddulos de chip 26. Las laminas de plastico 31, 32
pueden, por ejemplo, haber sido impresas previamente. El material compuesto 40 puede también imprimirse
mediante un sistema de impresion 57 antes de enrollarlo en el rollo 53. La impresién del material compuesto 40 o de
las laminas 31, 32 antes de la unién puede realizarse por ejemplo mediante una impresién por tampon.

Las capas 20, 31, 32 se rednen y se unen entre si de manera permanente entre unos cilindros de presion 54, 55.
Los cilindros de presién 54, 55 pueden calentarse, para por ejemplo activar un sistema de pegamento activable por
calor aplicado mediante rodillos sobre la banda portadora de mddulos 20 y/o las laminas 31, 32 o para laminar entre
si las laminas 20, 31, 32 sélo mediante presion y calor, pudiendo el sistema de pegamento ser una lamina adhesiva

4



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ES 2 444 594 T3

activable por calor. Después, el material compuesto 40 formado se enrolla en el rollo 53. Previamente puede
efectuarse una personalizacién electrénica y/u éptica mediante un sistema de personalizacién 58. Sin embargo, la
personalizacion puede realizarse también en una maquina separada, que procese ulteriormente el material
compuesto 40 enrollado en el rollo 53.

A diferencia del dispositivo representado en la figura 1, el dispositivo representado en la figura 2 — también de forma
muy esquematica — esta preparado para la produccion de soportes de datos portéatiles en un procedimiento de rollo a
tarjeta. En éste, la banda portadora de moédulos 20 y las laminas 31, 32 se ponen a disposicion también como
material en rollos, pero, después de unir las distintas capas 20, 31, 32, los soportes de datos portatiles se separan
del material compuesto 40 sin enrollar éste después de la unién. La separacion puede realizarse por ejemplo
mediante una troqueladora rotativa 56, que troquele mediante rotacién distintos soportes de datos 10 a partir del
material compuesto 40 durante el transporte de este Ultimo. También pueden disponerse un sistema de impresion 57
y un sistema de personalizacion 58 por ejemplo antes de la troqueladora rotativa 56 en la direccion de transporte.

Los soportes de datos 10 se separan del material compuesto 40 preferentemente de manera que no quede casi
ningun resto del material compuesto 40 como desecho. En el procedimiento rollo a tarjeta se enrollan en un rollo
solamente los restos que eventualmente queden del material compuesto 40. Tales restos pueden ser por ejemplo
una rejilla remanente después de separar los soportes de datos 10. También es posible que después de separar los
soportes de datos 10 quede Unicamente en los bordes del material compuesto 40 una tira estrecha, mientras que los
soportes de datos 10 estan dispuestos contiguos en la direccion de transporte del material compuesto 40 y se
separan sin dejar restos. Para aumentar la estabilidad del soporte de datos en el transporte durante la produccion es
también posible no separar el borde hasta casi al final de la fabricacion.

Para fabricar los soportes de datos portatiles 10 se utiliza una banda portadora de moédulos 20 que esta
representada en la figura 3. La banda portadora de médulos 20 puede tratarse por ejemplo de una banda de resina
epoxi eléctricamente aislante, por ejemplo FR4, o PI. Para hacer posible un transporte seguro y exacto de la banda
portadora de mdédulos 20 durante el proceso de fabricacion, la banda portadora de moédulos 20 presenta unas
perforaciones de arrastre 22. Como alternativa o adicionalmente, también puede haber perforaciones de arrastre 23
entre las areas de contacto 21. En caso dado también puede prescindirse completamente de las perforaciones de
arrastre 22, 23, pudiendo asegurarse en este caso el transporte exacto mediante unas marcas de referencia en la
banda portadora de mddulos 20. La banda portadora de médulos 20 presenta, al menos, una serie de médulos de
chip 26 con las areas de contacto 21 respectivamente correspondientes.

En la superficie representada de la banda portadora de médulos 20 estan dispuestas unas areas de contacto ISO
21. En la parte posterior, no representada, de la banda portadora de médulos 20 se hallan los chips, que estan
conectados eléctricamente con las areas de contacto 21 a través de la banda portadora de médulos 20. Si los chips
estan conectados con las areas de contacto 21 mediante conductores de resistencia, éstos estan rodeados de masa
de relleno (Globtop) con fines de proteccién. Sin embargo, también pueden utilizarse los, asi llamados, flipchips, que
se conectan directamente a agujeros metalizados pasantes en su lado orientado hacia las areas de contacto 21. Las
areas de contacto 21 estan dispuestas en la banda portadora de médulos 20 preferentemente de acuerdo con las
dimensiones de longitud y/o anchura de los soportes de datos de formato pequefio 10 a fabricar, de manera que no
se produzca casi material de desecho en la produccion de los soportes de datos 10.

En la figura 4 esta representado un material compuesto 40 consistente en la banda portadora de médulos 20 y una
lamina de substrato 31. Antes de producir el material compuesto 40 se han separado los bordes con las
perforaciones de arrastre 22 de la banda portadora de mddulos 20. Para la produccién de tarjetas SIM plug-in 10 en
el formato ID-000, que respectivamente tienen una longitud de 25 mm, la lamina de substrato 31, por ejemplo una
lamina continua de plastico, puede presentar una anchura de 50 mm, si se utiliza la banda portadora de moédulos 20
de dos hileras representada en la figura 3. De este modo, con una disposicion correspondiente de las areas de
contacto 21, las tarjetas SIM 10 que posteriormente habran de separarse pueden disponerse en el material
compuesto 40 contiguas unas a otras, con el fin de lograr un aprovechamiento altamente eficaz del material. En la
figura 4 se insinta con lineas de trazos un ejemplo de disposicion de las tarjetas SIM 10 de formato ID-000 en el
material compuesto 40.

Como alternativa, el procedimiento puede realizarse también con una banda portadora de médulos de una hilera y
una lamina de substrato correspondientemente méas estrecha. También es concebible la utilizacion de una ldmina de
substrato mas ancha sobre la cual se coloquen paralelas unas junto a otras varias bandas portadoras de médulos de
una o varias hileras. En este caso, las bandas portadoras de mdédulos pueden estar dispuestas con separaciones
mutuas que correspondan a las dimensiones de los soportes de datos a fabricar, en el caso de los soportes de datos
en formato 1D-000 por ejemplo separaciones de 25 mm en una lamina perforada de 310 mm de anchura.

En la figura 5 esta representado un soporte de datos portatil 10 en formato ID-000 con areas de contacto 21, que ha
sido separado por ejemplo del material compuesto 40 representado en la figura 4. Dado que en el soporte de datos
de formato pequefio 10, las areas de contacto 21 ocupan una proporcién mucho mayor de la superficie del soporte
de datos que en un soporte de datos en formato ID-1, puede ahorrarse mucho material si a los usuarios finales se
les entrega solo la SIM plug-in 10 en el formato ID-000. Alrededor de las areas de contacto se insinta el contorno de
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un soporte de datos 11 en formato Mini-UICC, en el que las &reas de contacto constituyen una proporcion de la
superficie incluso mayor que en el soporte de datos 10 en formato 1D-000.

En las figuras 6 y 7 estan representadas unas secciones transversales a través de dos ejemplos diferentes de un
material compuesto de laminas 40. La linea de trazos que se halla en el centro indica la delimitaciéon de dos soportes
de datos 10 contiguos, como los que pueden verse por ejemplo en la figura 4. La parte posterior del soporte de datos
10 estd formada por la lamina continua 32. Encima de la misma esta dispuesta la lamina 31, que presenta
escotaduras 35 para el alojamiento de los chips 24 y de la masa de relleno 25 que rodea los chips 24. Los chips 24,
al igual que las areas de contacto 21 conectadas mediante agujeros metalizados pasantes 27, forman
respectivamente parte de uno de los mddulos de chip 26, que estan dispuestos en la banda portadora de médulos
20 en la forma antes descrita.

Como puede verse en las figuras 6 y 7, la banda portadora de modulos 20 es mas estrecha que la lamina de
substrato formada por las laminas 31, 32. Si se coloca la banda portadora de mddulos 20, que en relacion es mas
estrecha, sobre la ldmina de substrato, se forma un escal6n condicionado por el espesor de la banda portadora de
maodulos 20.

Por lo tanto, en el material compuesto 40 representado en la figura 6 se halla sobre la lamina 31 una lamina 33 que
esta dispuesta contigua a la banda portadora de médulos 20 y que presenta el mismo espesor que esta Ultima. La
lamina 33 esta adaptada en su anchura de manera que complete la estrecha banda portadora de moédulos 20 hasta
el borde de las laminas 31, 32. De este modo se obtiene una superficie de los soportes de datos 10 enrasada.

En el material compuesto 40 representado en la figura 7, la ldmina 31 tiene un espesor mucho mayor que la banda
portadora de mddulos 20. En la superficie de la lamina 31 sobre la que se coloca la banda portadora de médulos 20,
antes de unir las capas 20, 31, se ha practicado, por ejemplo mediante un cilindro para gofrar calentado, un hueco
para alojar la banda portadora de moédulos 20. La profundidad del hueco corresponde al espesor de la banda
portadora de médulos 20, con lo que de este modo se logra una superficie del soporte de datos 10 enrasada. Para
alojar los chips 24 y las masas de relleno 25, la lamina 31 presenta de nuevo unas escotaduras 35.

En una variante del procedimiento, que no forma parte de la invencidn, los médulos de chip 26 se troquelan de la
banda portadora de médulos 20 antes de reunir las capas. Después se troquelan en las laminas 31 y 33 unas
aberturas de un tamafio y en una posicion tales que el médulo de chip 26 pueda insertarse y fijarse posteriormente
en las aberturas. A continuacion, primero se colocan las laminas 32 y 33 sobre la lamina 31 de tal modo que la
lamina 31 se halle entre las laminas 32 y 33 y las aberturas de las laminas 31 y 33 queden superpuestas, de manera
gue sea posible insertar y fijar un médulo de chip 26 en la abertura respectiva. Luego se inserta y se fija un médulo
de chip 26 en la abertura respectiva. En esta variante, las laminas 31, 32 y 33 tienen respectivamente la misma
anchura.

En otra variante del procedimiento, que no forma parte de la invencion, se aplica y se fija una banda portadora de
moddulos 20 directamente sobre un material compuesto consistente, al menos, en una ladmina de substrato 31, 32,
que presenta escotaduras 35 para el alojamiento de los chips 24 y de la masa de relleno 25 que rodea los chips 24.
Con ello se crea un escalén, que no obstante es posible en el caso de las bandas de médulos delgadas. El espesor
total del material compuesto consistente al menos en una lamina de substrato 31, 32 corresponde al espesor de las
tarjetas segun las normas del ramo. Al mismo tiempo, segun las normas del ramo, el espesor de la banda de
ma&dulos debe ser menor que 100 micrémetros.

En otra variante del procedimiento, que no forma parte de la invencion, la banda portadora de médulos 20 y la
lamina de substrato 33 dispuesta en un plano con la banda portadora de mddulos 20 presentan unas escotaduras y
unos salientes dispuestos unos enfrente de otros de manera alterna. Esto tiene la ventaja de que, durante la
produccién, los salientes de la banda portadora de moédulos 20 encajan en las escotaduras de la ldmina de substrato
33y, a la inversa, los salientes de la lamina de substrato 33 encajan en las escotaduras de la banda portadora de
madulos 20 y permiten asi un posicionamiento relativo de la banda portadora de modulos 20 y la Idmina de substrato
33 muy facil y eficaz, segun el principio de cremallera.

En general se aplica que todas las laminas arriba mencionadas, como por ejemplo las laminas 31, 32, 33, o la banda
portadora de mddulos 20, estan compuestas, al menos, de una capa. La capa en cuestion estd compuesta de
cualquier material adecuado, como por ejemplo plastico. En caso de que haya varias capas, las capas pueden estar
compuestas del mismo o de diferentes materiales.
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REIVINDICACIONES
1. Procedimiento para la fabricacion de soportes de datos portatiles (10, 11), que comprende las etapas siguientes:

- puesta a disposicion de una banda portadora de moédulos (20), sobre la cual, en una parte anterior, esta dispuesta
una pluralidad de moédulos de chip (26) que estan conectados eléctricamente con areas de contacto ISO (21)
dispuestas en una parte posterior de la banda portadora de médulos (20), y puesta a disposicion de, al menos, una
lamina de substrato (31, 32), respectivamente en forma de material en rollos, y

- desenrollado y reunién de la banda portadora de médulos (20) y la o las laminas de substrato (31, 32),

- unién permanente de la banda portadora de modulos (20) a la o las laminas de substrato (31, 32) para formar un
material compuesto estratificado (40), separandose del material compuesto (40) que comprende la banda portadora
de médulos (20) y la o las laminas de substrato (31, 32) unos soportes de datos portatiles (10, 11), de modo que
cada soporte de datos portatil (10, 11) presenta, al menos, un médulo de chip (26) de tal manera que las areas de
contacto (21) de los mddulos de chip (26) estan dispuestas en una superficie del soporte de datos (10, 11),
realizandose la unién de la banda portadora de moédulos (20) a la o las laminas de substrato (31, 32) mediante
pegamento, caracterizado porque

la parte posterior del soporte de datos (10) esta formada por una lamina continua (32),

estando dispuesta encima una lamina (31) que presenta escotaduras (35) para el alojamiento de chips (24) y de una
masa de relleno (25) que rodea los chips (24),

siendo la banda portadora de médulos (20) mas estrecha que la lamina de substrato (31) formada por la lamina (31),
teniendo la lamina (31) un espesor mucho mayor que la banda portadora de médulos (20),

habiéndose practicado en la superficie de la lamina (31) sobre la que se coloca la banda portadora de médulos (20),
antes de unir las capas (20, 31), un hueco para alojar la banda portadora de médulos (20),

correspondiendo la profundidad del hueco, al espesor de la banda portadora de modulos (20), de modo que se
obtiene una superficie del soporte de datos (10) enrasada.

2. Procedimiento segun la reivindicacion 1, caracterizado porque los médulos de chip (26) estan dispuestos en la
banda portadora de médulos (20) con separaciones mutuas que corresponden a las dimensiones de anchura y/o
longitud de los soportes de datos portéatiles en formato 1D-000 (10) o Mini-UICC (11).

3. Procedimiento segun la reivindicacién 1 o 2, caracterizado porque, después de la etapa de unidn, la banda
portadora de médulos (10) y la o las laminas de substrato (31, 32) se enrollan en un rollo (53) formando un material
compuesto (40) a partir del cual, en una etapa posterior del proceso, pueden separarse soportes de datos portéatiles
(10, 11) que respectivamente presentan, al menos, un modulo de chip (26).

4. Procedimiento segun la reivindicacién 1 o 2, caracterizado porque, a partir del material compuesto (40) que
comprende la banda portadora de médulos (20) y la lamina de substrato (31, 32), se separan soportes de datos
portatiles (10, 11) de tal manera que cada soporte de datos portétil (10, 11) presenta, al menos, un moédulo de chip
(26).

5. Procedimiento segln una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque los soportes de datos portatiles (10,
11) se separan del material compuesto (40) de tal manera que las areas de contacto (21) constituyen mas de un
tercio de una superficie de respectivamente uno de los soportes de datos portatiles (10, 11).

6. Procedimiento segun una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque los soportes de datos portatiles se
separan en el formato ID-000 (10) o Mini-UICC (11).

7. Procedimiento segun una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque la union de la banda portadora de
mddulos (20) a la o las laminas de substrato (31, 32) se realiza utilizando rodillos de presion (54, 55).

8. Procedimiento segun la reivindicacion 7, caracterizado porque los rodillos de presion (54, 55) son calentados.

9. Procedimiento segun una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque la o las laminas de substrato (31, 32)
se configuran 6pticamente, especialmente se imprimen, antes de la reunién.

10. Procedimiento segun una de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque, después de la etapa de unién de la
banda portadora de mddulos (20) a la o las laminas de substrato (31, 32), se realiza una personalizacion
comprobable por medios 6pticos y/o comprobable por medios electronicos de los soportes de datos portatiles (10,
11) a separar del material compuesto (40).
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REFERENCIAS CITADAS EN LA DESCRIPCION

La lista de referencias citada por el solicitante lo es solamente para utilidad del lector, no formando parte de los
documentos de patente europeos. Aun cuando las referencias han sido cuidadosamente recopiladas, no pueden
excluirse errores u omisiones y la OEP rechaza toda responsabilidad a este respecto.

Documentos de patente citados en la descripcion

» DE 19640304 C2 [0004] * WO 2009127395 A [0006]
» DE 102004028218 B4 [0005]
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